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Komplett gepruftes Subsystem mit Gutegarantie

Das Entwickeln neuer Frequenzum-
richter ist ein komplexer und keines-
wegs trivialer Prozess, in dem alle Ein-
zelkomponenten optimal aufeinander
abzustimmen sind. Weil die verfiig-
bare Designzeit auch hier immer kiir-
zer wird, verzichten Geratehersteller
vermehrt auf eine separate Entwick-
lungsmannschaft zum Entwurf und
zur Qualifikation der n6tigen Leis-
tungselektronik. Damit steigt die Ver-
antwortung des Designers. Um hier
den Druck zu mindern, offeriert SEMI-
KRON ein komplett gepriiftes Subsys-
tem, bestehend aus Leistungshalblei-
ter, Treiber, Sensorik und Kiihlung.

Wie finde ich als Entwickler die optimale
Produktkombination fiir meine Neuent-
wicklung? Eine Frage, mit der Melanie
Gill, Produktmanager bei SEMIKRON, oft
konfrontiert wird. Und sie weil} Antwort:
,Ein gangbarer Weg ist, anhand von Da-
tenblattern und vorhandener Erfahrung
aus Vorgangerprojekten das geeignete
Halbleitermodul nebst passendem Trei-
ber und entsprechenden Kihlkorper aus-
zuwdhlen.

Die Verantwortung liegt beim
Umrichterentwickler

Hierbei tragt der Umrichterentwickler
auch die Verantwortung fir die Montage
des Moduls auf den Kihlkorper ein-
schlieB8lich Warmeleitpastenauftrag und
Kabelkonfektionierung oder Létung des
Treibers. Wird zusatzlich ein Stromsensor
gebraucht, ist auch der in das System zu

integrieren. AnschlieBend folgen Qualifi-
kation und Freigabe fiir das fertige Sys-
tem.”

Zeigt sich nun im Betrieb ein Funktions-
fehler, steht eine umfangreiche (und
teure) Analyse an, welche der Kompo-
nenten fur das Fehlverhalten ursachlich
ist. Diskussionen mit den verschiedenen
Zulieferern sind nun unausweichlich. Die-
se zeit-, kosten- und personalaufwéndige
,Designschleife” ist Gberfllssig und treibt
die Entwicklungskosten in die Hohe.
,Daher greifen immer mehr Entwickler
auf eine intelligente Komplettlésung zu-
riick’, konstatiert Melanie Gill und be-
schreibt einen zweiten, besseren Weg,
Lfur eine qualifizierte und schnelle Neu-
entwicklung gibt es von uns das SKiiP-
Subsystem. Der SKiiP besteht aus einem
grundplattenlosen Modul inklusive IGBTs
und Dioden. In dem Modul ist auBerdem
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Melanie Gill, SEMIKRON: ,,Unsere
intelligenten integrierten Subsysteme

gibt es in den zwei Spannungsklassen
1200 und 1700 V mit einem Strombereich
von 500 his 2400 A.“

der Stromsensor integriert. Uber Feder-
kontakte ist der Treiber, verantwortlich
fiir den Schutz und die Steuerung des
Subsystems, mit dem Modul elektrisch
verbunden.”

Die bessere Alternative: alles
aus einer Hand beziehen

Dieser Treiber enthalt die Schnittstelle
zum Anschluss des Kundensystems. Weil
das Modul bereits auf einen Kiihlkorper
montiert ist, gibt es auch keine poten-
zielle Fehlerquelle durch unsachge-
maBen Warmeleitpastenauftrag. Gill:,Die
optimale thermische Kopplung ist ge-
wahrleistet. Weiterer Vorteil: Modul, Trei-
ber und entsprechender Kiihlkorper sind
bereits bei der Herstellung im Hause SE-
MIKRON aufeinander abgestimmt, was
den niederinduktiven Aufbau sicherstellt.
Somit hat das Subsystem nach obligato-
rischer Einzelteilqualifikation anschlie-
Bend auch eine Systemqualifikation be-
standen. Das gleiche gilt fiir die Produkti-
on. Auch hier werden die Teile erst sepa-
rat durch den Zulieferer und spater nach
dem Zusammenbau als gesamtes Sub-
system getestet, bevor wir sie dem Kun-

den ausliefern.” (ku)
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